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得獎簡評： 

廖建能副教授與吳文偉助理教授利用臨場超高真空穿透式電子顯微鏡，探索極微

細銅導線在高密度電流作用下的銅原子遷移現象。這是積體電路晶片中銅導線線

路製程所面臨的一項重要課題。他們和其他合作者發現晶體內部的奈米雙晶結構

可有效遲滯銅原子在晶界與表面的電致遷移現象。此一發現意味著若將高密度奈

米雙晶結構導入積體電路晶片中的銅導線，將可減少銅導線斷裂的發生機率，並

有效降低因電致遷移現象所造成之積體電路元件失效問題。這項研究成果不但幫

助我們對此重要科技問題的基礎材料科學有深入的了解，也提供了解決銅導線斷

裂問題的一種新思考方向。 
 


